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Bezeichnung

DRUCKSENSOREN AUF EINER LEITERPLATTE

VERFAHREN ZUR KONTAKTIERUNG UND BEFESTIGUNG VON KERAMISCHEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for making
contact with and fastening ceramic pressure sensors (2) on a
printed circuit board (1), wherein the pressure sensor has, on
an outer side, a plurality of contact areas which are spaced
apart from one another, and these contact areas are connected
to corresponding contact areas (7) on the printed circuit
board. In order to replace manual fastening of the pressure
sensor on the printed circuit board, provision is made for the
pressure sensor (2) to have a position identification means
(9), for the printed circuit board (1) to be coated with a
conductive layer so as to make a cohesive connection in
automated fashion by means of stencils or printing methods,
and for the pressure sensor (2) to be positioned onto the
printed circuit board (1) by means of an automatic pick-and-
place machine and for the cohesive connection to be
produced.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriftt ein Verfahren
zur Kontaktierung und Befestigung von keramischen
Drucksensoren (2)

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

auf einer Leiterplatte (1), wobei der Drucksensor an einer Aullenseite mehrere voneinander beabstandete Kontaktflichen aufweist
und diese Kontaktflichen mit entsprechenden Kontaktflichen (7) auf der Leiterplatte verbunden werden. Um die héndische
Betestigung des Drucksensors an der Leiterplatte zu ersetzen, ist vorgesehen, dass der Drucksensor (2) iiber eine
Lagekennzeichnung (9) verfiigt, die Leiterplatte (1) mittels Schablonen oder Druckverfahren automatisiert mit einer leitfdhigen
Schicht zur stoffschliissigen Verbindung beschichtet und der Drucksensor (2) mittels eines Bestiickungsautomaten auf die
Leiterplatte (1) gesetzt und die stoftschliissige Verbindung hergestellt wird.
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Beschreibung

Verfahren zur Kontaktierung und Befestigung von keramischen

Drucksensoren auf einer Leiterplatte

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kontaktierung und
Befestigung von keramischen Drucksensoren auf einer
Leiterplatte, wobei der Drucksensor an einer AuRenseite
mehrere voneinander beabstandete Kontaktfldchen aufweist und
diese Kontaktfldchen mit entsprechenden Kontaktfldchen auf

der Leiterplatte verbunden werden.

Eine Leiterplatte (Platine oder gedruckte Schaltung; englisch
printed circuit board, PCB) ist ein Trdger fir elektronische
Bauteile. Sie dient der mechanischen Befestigung und
elektrischen Verbindung. Leiterplatten bestehen aus
elektrisch isolierendem Material mit daran haftenden,
leitenden Verbindungen (Leiterbahnen). Als isolierendes
Material ist faserverstdrkter Kunststoff {iblich, die
Leiterplatte kdnnte aber auch aus Keramik gefertigt sein oder
eine oder mehrere Keramik- oder Metallschichten enthalten.
Die Leiterbahnen werden aus einer diinnen leitenden Schicht
(zumeist Kupfer) gedtzt. Die Schichtstédrke betrigt
typischerweise 35 um und fiir Anwendungen mit hdheren Strdmen
zwischen 70 pm und 140 pm. Um diinnere Leiterbahnen zu
ermbglichen, werden auch Leiterplatten mit nur 18 pm
leitender Schicht hergestellt. Die Bauelemente werden auf
Lotflédchen (Lotpads, Kontaktfldchen) oder in Ldtaugen
geldtet, die ebenfalls aus der diinnen leitenden Schicht
gedtzt werden. Durch das Anldten werden die Bauelemente mit
der Leiterplatte verbunden, also gleichzeitig an der

Leiterplatte mechanisch befestigt und elektrisch kontaktiert.

Insbesondere kdnnen keramische Drucksensoren (= keramische

Messzellen, = piezoresistive keramische Sensoren) mit dem
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Substrat elektrisch und mechanisch verbunden werden. Diese
Drucksensoren werden in der Industrie und im Automobilbau zur

Druckmessung filir gasfdrmige Medien verwendet.

Stand der Technik

Die keramischen Drucksensoren sind meist mit einem
Standarddurchmesser, z.B. von 18 mm, verfiligbar und weisen
auben eine im Wesentlichen zylindrische Form auf, wobei der
Durchmesser meist groBer ist als die HOhe des Zylinders. An
einer Stirnfldche des Zylinders (der Unterseite) ist die sehr
diinne Messmembrane angebracht, auf dieser werden meist eine
Widerstandsmessbriicke, Bauteile zur Temperaturkompensation
und mehrere, meist vier, sogenannte Anschlusspads, also
Kontaktfldchen, automatisiert als diinne Schichten, etwa im
Siebdruckverfahren, aufgebracht. Die derart hergestellten
Kontaktfldchen haben, so wie die Leiterfldchen auf der

Leiterplatte, eine Dicke von 10-140 pm.

Bisher wurden dann auf die Anschlusspads mittels
verschiedener Verfahren, z.B. mittels Ldten oder Bonden,
Kontakte aufgebracht. Diese haben gewdhnlich eine Dicke, die
wesentlich grdBer als die Dicke der Kontaktfldchen ist. Fir
diese Kontakte mussten dann auf der Leiterplatte
entsprechende Aufnahmen, also Locher (fiir die
Durchsteckmontage) oder LOtpads (=Kontaktfldchen, fiir die
Oberflédchenmontage) hergestellt werden. SchlieBlich wurden
die keramischen Drucksensoren meist von Hand auf die
Leiterplatte aufgebracht und befestigt, z.B. mittels

Wellenldten oder Bonden (Kleben).

Die hdndische Befestigung der keramischen Drucksensoren ist

aufwdndig und erlaubt nur geringe Durchsatzraten.
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Darstellung der Erfindung

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verfahren zur Verfiigung zu stellen, mit welchem die
Befestigung der keramischen Drucksensoren automatisiert

werden kann.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 geldst, indem der Drucksensor iliber eine
Lagekennzeichnung verfiigt, die Leiterplatte mittels
Schablonen automatisiert mit einer leitfdhigen, etwa wahrend
der Verarbeitung fliissigen oder pastdsen, Schicht zur
stoffschliissigen Verbindung beschichtet und der Drucksensor
mittels eines Bestilickungsautomaten auf die Leiterplatte

gesetzt und die stoffschliissige Verbindung hergestellt wird.

Es entfdllt somit der bisher {ibliche Verfahrensschritt, beil
welchem auf den Kontaktfldchen des Drucksensors hédndisch
Kontakte aufgebracht werden. Stattdessen wird der Drucksensor
nur mit den Kontaktfldchen auf die mittels Schablone (oder
Druckverfahren) hergestellten Verbindungsstellen aufgesetzt,
wobeil der Bestilickungsautomat dabei die Ausrichtung des
Drucksensors anhand der Lagekennzeichnung einstellt. Dabei
kann die leitfdhige Schicht Lotpaste sein und der
Bestiickungsautomat setzt den Drucksensor auf die mittels
Schablone (oder Druckverfahren) hergestellten LOtstellen. Die
leitfdhige Schicht k&nnte aber auch ein Leitkleber sein, der

in der Regel eine hdhere Elastizitdt als Lotpaste aufweist.

Die Lagekennzeichnung ist fir die Ausrichtung des
Drucksensors am besten von einer optischen Kamera lesbar.
Nach der Bestiickung wird die stoffschliissige Verbindung wie
iblich hergestellt. Eine Lotverbindung wird zum Beispiel
gefestigt, etwa, indem die Leiterplatte nochmals in einem
Ofen erwadrmt wird, damit das Lot die Kontaktstellen gut
benetzt, und anschlielend abgekiihlt wird. Ebenso kann ein

Leitkleber zum Aushdrten erwidrmt werden.
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Fine gut mit einer Kamera des Bestiickungsautomaten erfassbare
Lagekennzeichnung, welche der lagerichtigen Bestiickung dient,
kann aus einer oder mehrerer Kerben am Umfang des

Drucksensors gebildet sein.

Die Lagekennzeichnung kann auch durch einen Farbpunkt
gebildet werden, da oft mehrere Kerben symmetrisch angeordnet
sind und damit anhand von Kerben nicht immer eine eindeutige

Lageinformation gegeben wird.

Die AuBenseite des Drucksensors, wo die Kontaktfldchen
angeordnet sind, kann die Stirnfldche eines zylindrischen
Drucksensors sein und die Kontaktfldchen des Drucksensors
kénnen die Form von Segmenten eines Kreisrings aufweisen, die
nahe am Sensorumfang angeordnet sind. Dadurch, dass die
Kontaktfldchen iiber den Sensorumfang verteilt angebracht
sind, wird gewdhrleistet, dass die durch den zu messenden
Druck in den Sensor eingeleitete Kraft gleichmdBig {iber die
Leiterplatte in die Unterstiitzung der Leiterplatte {ibertragen

wird.

Da Drucksensor und Leiterplatte in der Regel eine
unterschiedliche Warmeausdehnung aufweisen, kann die
Leiterplatte einen oder mehrere Dehnungsschlitze aufweisen,
die zumindest teilweise um die Kontaktfldchen fiir den
Drucksensor herum angeordnet sind. Fiir jede Kontaktfldche der
Leiterplatte, welche die Form eines Kreisringsegments hat,
kann etwa ein Dehnungsschlitz in Form eines Kreisringsegments
koaxial zur Kontaktfldche und radial auberhalb der
Kontaktfldche vorgesehen sein, der radial mit der zentralen
Ausnehmung filir den Drucksensor verbunden ist. Dabei kann der
Dehnungsschlitz an einem Ende des Kreisringsegments mit der
zentralen Ausnehmung fiir den Drucksensor verbunden sein. Oder
der Dehnungsschlitz kann in der Mitte des Kreisringsegments
mit der zentralen Ausnehmung fiir den Drucksensor verbunden

sein.
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Radial auBerhalb des oder der Dehnungsschlitze um die
Kontaktfldchen kdnnen in der Leiterplatte weitere
Dehnungsschlitze vorgesehen sein. Diese kdnnen z.B. ebenso
die Form von Kreisringsegmenten haben, die konzentrisch zu

zentralen Ausnehmung fiir den Drucksensor angeordnet sind.

Generell sind die Dehnungsschlitze als Entlastungsbefrésungen
ausgefiihrt, welche die Leiterplatte in Dickenrichtung

vollstandig durchdringen.

Die Erfindung umfasst auch eine mit dem erfindungsgemilen
Verfahren hergestellte Leiterplatte mit einem keramischen
Drucksensor (oder auch mehreren keramischen Drucksensoren),
wobei der Drucksensor an einer Aublenseite mehrere voneinander
beabstandete Kontaktfldchen aufweist und diese Kontaktfldchen
mit entsprechenden Kontaktfldchen auf der Leiterplatte
mittels einer leitfahigen Schicht stoffschliissig verbunden
sind. Dabei ist vorgesehen, dass der Drucksensor {iber eine
Lagekennzeichnung verfiigt und die Leiterplatte zumindest
einen Dehnungsschlitz aufweist, der zumindest teilweise um

die Kontaktfldchen fiir den Drucksensor herum angeordnet ist.

Die Ausfiihrung der Dehnungsschlitze wurde bereits im

Zusammenhang mit dem erfindungsgemalen Verfahren beschrieben.

Mit dem erfindungsgeméBen Verfahren kann die Herstellung von
Kontakten auf den Kontaktfldchen der Drucksensoren entfallen.
Die Anzahl der Verbindungen (z.B. L&tstellen) zwischen
Drucksensor und Leiterplatte wird halbiert, wenn man davon
ausgeht, dass beim herkdmmlichen Verfahren pro Kontaktflédche
eine Verbindungsleitung sowohl am Drucksensor als auch auf
der Leiterplatte angeldtet werden musste, es lagen somit zwei
Lotstellen vor. Beim erfindungsgemédflen Verfahren wird eine
Kontaktfldche des Drucksensors direkt auf einer Kontaktflache

der Leiterplatte aufgeldtet, es liegt nur eine LOtstelle vor.
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Kurzbeschreibung der Figuren

Zur weiteren Erlauterung der Erfindung wird im nachfolgenden
Teil der BReschreibung auf die Figuren Bezug genommen, aus der
weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Einzelheiten und

Weiterbildungen der Erfindung zu entnehmen sind. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erste Variante einer
erfindungsgemdll vorbereiteten Leiterplatte,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Leiterplatte aus
Fig. 1 mit Blick auf den zugehdrigen Drucksensor von
unten,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Leiterplatte aus
Fig. 1 mit Blick auf den zugehdrigen Drucksensor von
oben,

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung der Leiterplatte aus
Fig. 1 mit befestigtem Drucksensor,

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine zweite Variante einer
erfindungsgemdll vorbereiteten Leiterplatte,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der Leiterplatte aus
Fig. 5 mit Blick auf den zugehdrigen Drucksensor von
unten,

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der Leiterplatte aus
Fig. 5 mit Blick auf den zugehdrigen Drucksensor von
oben,

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der Leiterplatte aus

Fig. 5 mit befestigtem Drucksensor.

Ausfihrung der Erfindung

Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Leiterplatte 1 mit
Ausnehmungen fir einen Drucksensor 2, der in den Fig. 2-4
dargestellt ist: die Ausnehmungen umfassen eine zentrale -
hier kreisfdrmige - Ausnehmung 3 fiir Drucksensor sowie vier
Dehnungsschlitze 4, welche von der zentralen Ausnehmung 3
ausgehen. Der Durchmesser der zentralen Ausnehmung 3 ist

hdchstens so grol (insbesondere genauso groB) wie der
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Durchmesser jenes Bereichs der Stirnfldche 5 des Drucksensors
2, der innerhalb der Kontaktfldchen 6 des Drucksensors liegt.
Die zentrale Ausnehmung 3 durchdringt die Leiterplatte 1

vollstadndig.

Die Dehnungsschlitze 4 sind jeweils teilweise um die
Kontaktfldchen 7 der Leiterplatte 1 fiir den Drucksensor 2
herumgefiihrt. Die Kontaktfldchen 7 sind als an ihren Enden
abgerundete Segmente von Kreisringen ausgefiihrt, die etwa
jeweils ein Achtel bis ein Zehntel des Kreisumfangs lang
sind. Die Kontaktfldchen 7 sind konzentrisch zur zentralen
Ausnehmung 3 ausgefihrt. Jede Kontaktfldche 7 weist radial
auBerhalb einen Dehnungsschlitz 4 in Form eines
Kreisringsegments auf, der koaxial zur Kontaktfldche 7
angeordnet ist. Das Kreisringsegment des Dehnungsschlitzes 4
ist langer als die zugehdrige Kontaktfldche 7, es ragt in
Umfangsrichtung an einem Ende lber die Kontaktfldche 7
hinaus. Das andere Ende des Kreisringsegments des
Dehnungsschlitzes 4 geht in einen geraden Schlitz lber, der
radial mit der zentralen Ausnehmung 3 fiir den Drucksensor 2
verbunden ist. Die Dehnungsschlitze 4 gehen somit nach auBen
- dhnlich abgewinkelten Strahlen - von der zentralen

Ausnehmung 3 aus.

Durch die Dehnungsschlitze 4 befindet sich jede
Kontaktfldchen 7 am freien Ende eines Armes 8, der - in
radialer Richtung gesehen - innen durch die zentrale
Ausnehmung 3 begrenzt ist, auf beiden Seiten durch je einen
Dehnungsschlitz 4 und aulen durch einen Dehnungsschlitz 7.
Dieser Arm 8 kann sich am freien Ende etwas nach innen oder
auBen bewegen sowie normal zur Leiterplatte 1 schwingen. In
Umfangsrichtung gesehen ist die Verbindung dieses Arms 8 mit
der restlichen Leiterplatte 1 von der gleichen GréBenordnung
wie die Langte der Kontaktfldche 7, hier ist die Verbindung

etwas klUrzer als die Kontaktfldche 7.

Fig. 2 zeigt Leiterplatte 1 mit dem zugehdrigen Drucksensor

2, von dem hier die Unterseite (Stirnfldche 5) zu sehen ist.
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Der Drucksensor 2 ist als keramischer Hohlzylinder
ausgefiihrt, wobei in diesem Beispiel die Dicke der
Zzyvlinderwand etwa der Halfte des AuRenradius des Zylinders
entspricht, siehe Fig. 3. Die Stirnfl&che 5 wird von einer -
hier kreisrunden - Platte gebildet, welche zumindest die vier
Kontaktfldchen 6 trédgt, die etwa mittels Siebdruckverfahren
hergestellt worden sind. Zus&tzlich k&nnen auf der Unterseite
9 noch eine Widerstandsmessbriicke und/oder Bauteile zur

Temperaturkompensation angebracht sein.

Die Kontaktfldchen 6 sind als an ihren Enden abgerundete
Segmente von Kreisringen ausgefiihrt, die etwa jeweils ein
Achtel bis ein Zehntel des Umfangs des Drucksensors 2 lang
sind. Die Kontaktfldchen 6 sind konzentrisch zum
zylindrischen Umfang des Drucksensors 2 ausgefiithrt. Ihre
Form, GroRe und gegenseitige Anordnung entspricht jener der
Kontaktfldchen 7 auf der Leiterplatte 1.

Bei der Bestilickung wird der Drucksensor 2 mit seiner
Stirnfldche 5 und den darauf befindlichen Kontaktfldchen 6
auf die entsprechenden Kontaktfldchen 7 auf der Leiterplatte
1 gesetzt. Die Kontaktfldchen 7 wurden davor automatisiert
mit Lotpaste versehen. Zur gegenseitigen Ausrichtung der
Kontaktfldchen 6, 7 besitzt der Keramikkdrper des
Drucksensors 2 an seiner Umfangsfldche vier in axialer
Richtung verlaufende Kerben 9 zur Lagekennzeichnung. Diese
verlaufen hier lber die gesamte HOhe des KeramikkOrpers und
sind auch an den Stirnfldachen 5 erkennbar. Die Kerben 9 sind
hier in Umfangsrichtung in gleichen Abstdnden zueinander

angeordnet.

Fig. 4 zeigt die Leiterplatte 1 mit befestigtem Drucksensor
2. Von den Ausnehmungen in der Leiterplatte 1 fiir den
Drucksensor sind nur mehr die vier Dehnungsschlitze 4 zu

sehen.

Fig. 5 zeigt eine zweite Ausfihrungsform der Erfindung. Diese

wird gezeigt anhand eines Ausschnitts aus einer Leiterplatte
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1 mit Ausnehmungen fir einen Drucksensor 2, der in den Fig.
6—-8 dargestellt ist: die Ausnehmungen umfassen wieder eine
zentrale - hier kreisfdrmige - Ausnehmung 3 fir Drucksensor
sowie vier Dehnungsschlitze 4, welche von der zentralen
Ausnehmung 3 ausgehen. Der Durchmesser der zentralen
Ausnehmung 3 ist hdchstens so grol wie der Durchmesser jenes
Bereichs der Stirnfldche 5 des Drucksensors 2, der innerhalb
der Kontaktfldchen 6 des Drucksensors liegt. Die zentrale

Ausnehmung 3 durchdringt die Leiterplatte 1 vollstandig.

Die Dehnungsschlitze 4 sind jeweils teilweise um die
Kontaktfldchen 7 der Leiterplatte 1 fiir den Drucksensor 2
herumgefiihrt. Die Kontaktfldchen 7 sind als an ihren Enden
abgerundete Segmente von Kreisringen ausgefiihrt, die etwa
jewells ein Achtel bis ein Zehntel des Kreisumfangs lang sind
und entsprechen somit jenen aus Fig. 1, da sie ja fiir den
gleichen Drucksensor 2 geeignet sein sollen. Die
Kontaktfldchen 7 sind folglich wieder konzentrisch zur

zentralen Ausnehmung 3 ausgefilihrt.

Jewells zweil benachbarte Kontaktfldchen 7 weisen radial
auBerhalb einen gemeinsamen Dehnungsschlitz 4 in Form eines
Kreisringsegments auf, der koaxial zu den Kontaktfldchen 7
angeordnet ist. Das Kreisringsegment des Dehnungsschlitzes 4
ist, insbesondere zwei- bis dreimal, ldnger als eine
zugehdrige Kontaktfldche 7, sie ragt in Umfangsrichtung mit
ihren beiden Enden jeweils liber zumindest das Ende einer
Kontaktfldche 7. Der Dehnungsschlitz 4 reicht dabei aber
nicht bis zur Mitte der Kontaktfldche 7, weil er ja sonst in

den ndchsten Dehnungsschlitz 4 iibergehen wiirde.

In der Mitte des Kreisringsegments des Dehnungsschlitzes 4
geht dieser in einen geraden Schlitz {iber, der radial mit der

zentralen Ausnehmung 3 fiir den Drucksensor 2 verbunden ist.

Durch die Dehnungsschlitze 4 befindet sich jede
Kontaktfldchen 7 am freien Ende eines Armes 8, der - in

radialer Richtung gesehen - innen durch die zentrale
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Ausnehmung 3 begrenzt ist und an beiden Seiten und aulben
durch zwei Dehnungsschlitze 7. Dieser Arm 8 kann sich am
freien Ende etwas nach innen oder auBen bewegen sowie normal
zur Leiterplatte 1 schwingen. In Umfangsrichtung gesehen ist
die Verbindung dieses Arms 8 mit der restlichen Leiterplatte

1 kleiner als die Lange einer Kontaktfldche 7.

Radial auBerhalb der Dehnungsschlitze 4 sind in der
Leiterplatte 1 vier weitere Dehnungsschlitze 11 vorgesehen,
die ebenfalls die Form von Kreisringsegmenten aufweisen und
eine durchgehende Offnung durch die Leiterplatte 1
darstellen. Sie sind konzentrisch zur zentralen Ausnehmung 3
sowie zu den Dehnungsschlitzen 4 ausgefihrt. Sie nehmen
jewells etwas mehr als ein Viertel des Umfangs ein. Sie
lUberdecken - in radialer Richtung gesehen - den Bereich
zwischen zweil Dehnungsschlitzen 4 bzw. den Bereich der
Kontaktfldche 7. Die weiteren Dehnungsschlitze 11 weisen

gleichen Abstand voneinander auf.

Fig. 6 zeigt - analog zu Fig. 2 - die Leiterplatte 1 mit dem
zugehdrigen Drucksensor 2, von dem hier die Unterseite
(Stirnfldche 5) zu sehen ist. Der Drucksensor 2 ist gleich
wie jener der Fig. 2-4 ausgefiihrt. Fig. 7 zeigt den
Drucksensor 2 analog zu Fig. 3 mit der Unterseite
(Stirnfldche 5) bereits in Richtung zur Leiterplatte 1
gedreht.

Bei der Bestilickung wird der Drucksensor 2 mit seiner
Stirnfldche 5 und den darauf befindlichen Kontaktfldchen 6
auf die entsprechenden Kontaktfldchen 7 auf der Leiterplatte
1 gesetzt. Die Kontaktfldchen 7 wurden davor automatisiert
mit Lotpaste versehen. Zur gegenseitigen Ausrichtung der
Kontaktfldchen 6, 7 besitzt der Keramikkdrper des
Drucksensors 2 an seiner Umfangsfldche auch hier vier in

axialer Richtung verlaufende Kerben 9 zur Lagekennzeichnung.

Fig. 8 zeigt die Leiterplatte 1 mit befestigtem Drucksensor

2. Von den Ausnehmungen in der Leiterplatte 1 fiir den
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Drucksensor sind nur mehr die vier Dehnungsschlitze 4 sowie

die weiteren Dehnungsschlitze 11 zu sehen.

Als Leiterplatte 1 kann bei allen Anwendungen eine
Leiterplatte aus dem Basismaterial FR4 verwendet werden, das
im Wesentlichen aus Epoxidharz als Matrix und Glasfasergewebe
als Verstédrkung besteht. Dieses Basismaterial ist besonders

kostengiinstig.

Bezugszeichenliste:

Leiterplatte

Drucksensor

zentrale Ausnehmung fir Drucksensor

Dehnungsschlitz

Stirnflédche des Drucksensors 2

Kontaktflache des Drucksensors 2

Kontaktfldche der Leiterplatte 1 fiir den Drucksensor 2
Arm der Kontaktflache 7

Kerbe (Lagekennzeichnung)

Widerstandsmessbriicke

R B O 0 1 O O w N

= O

weiterer Dehnungsschlitz
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Patentanspriiche

5
10
15
20 3.

Verfahren zur Kontaktierung und Befestigung von
keramischen Drucksensoren (2) auf einer Leiterplatte
(1), wobei der Drucksensor an einer Aublenseite mehrere
voneinander beabstandete Kontaktfldchen (6) aufweist und
diese Kontaktfldchen mit entsprechenden Kontaktfl&dchen
(7) auf der Leiterplatte verbunden werden, dadurch
gekennzeichnet, dass der Drucksensor (2) iiber eine
Lagekennzeichnung (9) verfliigt, die Leiterplatte (1)
mittels Schablonen oder Druckverfahren automatisiert mit
einer leitfdhigen Schicht zur stoffschliissigen
Verbindung beschichtet und der Drucksensor (2) mittels
eines Bestilickungsautomaten auf die Leiterplatte (1)
gesetzt und die stoffschliissige Verbindung hergestellt

wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die leitfdhige Schicht zur stoffschlissigen Verbindung

Lotpaste oder Leitkleber ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagekennzeichnung (9) aus einer
oder mehreren Kerben am Umfang des Drucksensors (2)

gebildet ist.
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13

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lagekennzeichnung durch einen

Farbpunkt gebildet ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aulenseite des Drucksensors die
Stirnflédche (5) eines zylindrischen Drucksensors (2) ist
und die Kontaktflachen (6) des Drucksensors die Form von
Segmenten eines Kreisrings aufweisen, die nahe am

Sensorumfang angeordnet sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leiterplatte (1) einen oder
mehrere Dehnungsschlitze (4) aufweist, die zumindest
teilweise um die Kontaktfldchen (7) fiir den Drucksensor

herum angeordnet sind.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
flir jede Kontaktflache (7) der Leiterplatte (1), welche
die Form eines Kreisringsegments hat, ein
Dehnungsschlitz (4) in Form eines Kreisringsegments
koaxial zur Kontaktfldche (7) und radial auBerhalb der
Kontaktfldche (7) vorgesehen ist, der radial mit der
zentralen Ausnehmung (3) fiir den Drucksensor (2)

verbunden 1st.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass

der Dehnungsschlitz (4) an einem Ende des



10

15

20

WO 2015/062908 PCT/EP2014/072502

10.

11.

12.

14

Kreisringsegments mit der zentralen Ausnehmung (3) fiir

den Drucksensor verbunden ist.

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
der Dehnungsschlitz (4) in der Mitte des
Kreisringsegments mit der zentralen Ausnehmung (3) fiir

den Drucksensor verbunden ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass radial aulerhalb des oder der
Dehnungsschlitze (4) in der Leiterplatte (1) weitere

Dehnungsschlitze (11) vorgesehen sind.

Leiterplatte (1) mit keramischem Drucksensor (2), wobei
der Drucksensor an einer AuBRenseite mehrere voneinander
beabstandete Kontaktfldchen (6) aufweist und diese
Kontaktfldchen mit entsprechenden Kontaktfladchen (7) auf
der Leiterplatte (1) mittels einer leitfdhigen Schicht
stoffschlissig verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass der Drucksensor (2) ilber eine Lagekennzeichnung (9)
verfiigt und die Leiterplatte (1) zumindest einen
Dehnungsschlitz (4) aufweist, der zumindest teilweise um
die Kontaktfldchen (7) fir den Drucksensor herum

angeordnet ist.

Leiterplatte mit keramischem Drucksensor nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet,

— dass die AuBenseite des Drucksensors die Stirnfléache
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13.

14.

15.

15

(5) eines zylindrischen Drucksensors (2) ist und die
Kontaktfldchen (6) des Drucksensors die Form von
Segmenten eines Kreisrings aufweisen, die nahe am
Sensorumfang angeordnet sind, und

- dass fir jede Kontaktfldche (7) der Leiterplatte (1),
welche die Form eines Kreisringsegments hat, ein
Dehnungsschlitz (4) in Form eines Kreisringsegments
koaxial zur Kontaktfldche (7) und radial auBerhalb der
Kontaktfldche (7) vorgesehen ist, der radial mit der
zentralen Ausnehmung (3) fir den Drucksensor verbunden

ist.

Leiterplatte mit keramischem Drucksensor nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Dehnungsschlitz (4)
an einem Ende des Kreisringsegments mit der zentralen

Ausnehmung (3) fiir den Drucksensor verbunden ist.

Leiterplatte mit keramischem Drucksensor nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Dehnungsschlitz (4)
in der Mitte des Kreisringsegments mit der zentralen

Ausnehmung (3) fiir den Drucksensor verbunden ist.

Leiterplatte mit keramischem Drucksensor nach einem der
Anspriiche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass radial
auberhalb des oder der Dehnungsschlitze (4) in der
Leiterplatte (1) weitere Dehnungsschlitze (11)

vorgesehen sind.



WO 2015/062908 PCT/EP2014/072502

FIG 1




WO 2015

2/2

FIG 6

-G 5

FIG 8

FIG 7




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2014/072502

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. HO5K3/30 HO5K1/11
ADD. HO5K3/32 HO5K3/34

GO1L19/14
HO5K1/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

HO5K GOI1L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category™ | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
X US 2006/291678 Al (AWAMURA RYUJI [JP]) 1,2,4,5
28 December 2006 (2006-12-28)
Y paragraphs [0025], [0027], [0032] - 3,6-15
[0037], [0044] - [0047]; figures 1, 4, 7
Y US 20127104518 Al (SALMASO LUCA [CH]) 3
3 May 2012 (2012-05-03)
paragraph [0015]; figure 1
Y US H 921 H (WANNEMACHER JR ROBERT L [US]) 6-15
7 May 1991 (1991-05-07)
column 3, line 13 - column 4, line 31;
figures 1-4
X EP 1 016 467 A2 (MATSUSHITA ELECTRIC IND 1,2,4
CO LTD [JP]) 5 July 2000 (2000-07-05)
paragraphs [0046], [0047], [0062],
[0068]; figures 2-4

See patent family annex.

D Further documents are listed in the continuation of Box C.

* Special categories of cited documents : . . . . L
"T" later document published after the international filing date or priority
date and not in conflict with the application but cited to understand

"A" document defining the general state of the art which is not considered the principle or theory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international
filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
cited to establish the publication date of another citation or other

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone

ial ified "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than

the priority date claimed

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 January 2015

Date of mailing of the international search report

04/02/2015

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Batev, Petio

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2014/072502
Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

US 2006291678 Al 28-12-2006  CN 1886039 A 27-12-2006
EP 1740024 A2 03-01-2007
JP 2007006149 A 11-01-2007
KR 20060134792 A 28-12-2006
TW 1293545 B 11-02-2008
US 2006291678 Al 28-12-2006

US 2012104518 Al 03-05-2012 CN 102460101 A 16-05-2012
EP 2433107 Al 28-03-2012
RU 2011152005 A 27-06-2013
US 2012104518 Al 03-05-2012
WO 2010134043 Al 25-11-2010

US H921 H 07-05-1991  NONE

EP 1016467 A2 05-07-2000  CN 1258954 A 05-07-2000
EP 1016467 A2 05-07-2000
JP 3604066 B2 22-12-2004
JP 2000189893 A 11-07-2000
us 6274955 Bl 14-08-2001
US 2001035687 Al 01-11-2001
US 2004135445 Al 15-07-2004

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/072502

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDE!

INV. HO5K3/30 HO5K1/11
ADD. HO5K3/32 HO5K3/34

® 601L19/14
HO5K1/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

HO5K GOI1L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Waéhrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X US 2006/291678 Al (AWAMURA RYUJI [JP])

28. Dezember 2006 (2006-12-28)

Y Absdatze [0025], [0027], [0032] - [0037],
[0044] - [0047]; Abbildungen 1, 4, 7

Y US 20127104518 Al (SALMASO LUCA [CH]) 3
3. Mai 2012 (2012-05-03)

Absatz [0015]; Abbildung 1

Y US H 921 H (WANNEMACHER JR ROBERT L [US])
7. Mai 1991 (1991-05-07)

Spalte 3, Zeile 13 - Spalte 4, Zeile 31;
Abbildungen 1-4

1,2,4,5
3,6-15

6-15

X EP 1 016 467 A2 (MATSUSHITA ELECTRIC IND
CO LTD [JP]) 5. Juli 2000 (2000-07-05)
Absdatze [0046], [0047], [0062], [0068];
Abbildungen 2-4

1,2,4

D Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veréffentlichungen

"A" Veréffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" fruhere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach
dem internationalen Anmeldedatum veréffentlicht worden ist

scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer

soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)
"O" Veréffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht
"P" Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

"L" Veréffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-

anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden e

"T" Spétere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstéandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veroéffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veréffentlichung mit einer oder mehreren
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung flur einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veréffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Januar 2015

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/02/2015

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevoliméchtigter Bediensteter

Batev, Petio

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehéren

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/072502
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung

US 2006291678 Al 28-12-2006 CN 1886039 A 27-12-2006
EP 1740024 A2 03-01-2007
JP 2007006149 A 11-01-2007
KR 20060134792 A 28-12-2006
TW 1293545 B 11-02-2008
US 2006291678 Al 28-12-2006

US 2012104518 Al 03-05-2012 CN 102460101 A 16-05-2012
EP 2433107 Al 28-03-2012
RU 2011152005 A 27-06-2013
US 2012104518 Al 03-05-2012
WO 2010134043 Al 25-11-2010

US H921 H 07-05-1991  KEINE

EP 1016467 A2 05-07-2000  CN 1258954 A 05-07-2000
EP 1016467 A2 05-07-2000
JP 3604066 B2 22-12-2004
JP 2000189893 A 11-07-2000
Us 6274955 Bl 14-08-2001
US 2001035687 Al 01-11-2001
US 2004135445 Al 15-07-2004

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - claims
	Page 15 - claims
	Page 16 - claims
	Page 17 - claims
	Page 18 - drawings
	Page 19 - drawings
	Page 20 - wo-search-report
	Page 21 - wo-search-report
	Page 22 - wo-search-report
	Page 23 - wo-search-report

